Was die Elektronikfertigung bewegt

Hohe Innovationszyklen in der Entwicklung und Fertigung von Elektronik machen deutsche
Industrieunternehmen wettbewerbsfahig. Kooperationen mit spezialisierten Dienstleistern
erleichtern die Umsetzung und sparen Geld.
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Mehr als 50 Prozent aller neuen Pro-
dukte in vielen Mirkten werden durch
den Einsatz von Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT) entste-
hen. Das besagt die VDE-Studie IKT
2020. Fir traditionell mittelstindisch
strukturierte Branchen wie den Maschi-
nen- und Anlagenbau ist die Entwick-
lung und Produktion von Elektronikbau-
teilen allerdings haufig ineffektiv. Die
Kooperation mit spezialisierten Dienst-
leistern ermdglicht dem Hersteller, sich
auf seine Kernkompetenzen zu konzent-
rieren. Denn immer mehr Funktionen
und Leistungen der Elektronik erfor-
dern immer kleinere Bauformen und
groflere Packungsdichten. Die Ansprii-
che an Qualitit, Technik und schnelle
Lieferfahigkeit wachsen permanent, bei
gleichzeitigem Druck auf die Ferti-
gungskosten.

Fir die Fertigung anspruchsvoller
Baugruppen wie Multilayer-Boards mit
BGA-Bauteilen ist hochste Qualitét ge-
fordert - zu geringsten Preisen. Voraus-
setzung dafiir sind neue Fertigungs-
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technologien (zum Beispiel spezielle
Selektivlotverfahren), moderne Prif-
verfahren (wie Rontgentechnik), giins-
tiger Materialeinkauf (etwa {iber eigene
Prdsenzen in Asien), gut ausgebildete
Mitarbeiter und effektive Fertigungs-
abldufe.

Im Trend ist die HDI-Technik (HDI-
PCB, High Density Interconnect), um
die Verdrahtungs- und Packungsdichte
weiter zu erh6hen. Multilayer-Platinen-
Boards in sehr hoher Qualitit sind eine
besondere Herausforderung fiir die Fer-
tigung. Sie erfordern hocheffiziente und
prézise Fertigungsanlagen wie Fuji-NXT-
Linien und sehr viel Wissen, um die ge-
ringen Toleranzen einzuhalten. So ver-
fiigt ein BGA (Ball Grid Array) tiber bis
zu 1500 Anschliisse; ein typisches Main-
board ist mit 1700 SMD-Bauteilen (ober-
flichenmontierbare Bauelemente) be-
stiickt, mit kleinsten Bauformen wie
0402 mit einer Grofle von 1,0 X 0,5 mm.
Die Positioniergenauigkeit erhoht sich
auf bis zu 50 pum. Zusitzlich steigt die
Vielfalt an Bauteilen pro Baugruppe ste-

tig an, mit zum Beispiel 300 Riistplitzen
in einer Fertigungslinie.

Ein neues Produkt muss
schnell am Markt sein

Besonders beim Start eines neuen
Produkts ist es erfolgsentscheidend, wie
schnell das Produkt am Markt ist. Hier
miissen die Abldufe stimmen - vom An-
gebot tber die rasche Beschaffung der
Bauteile bis zum ersten Prototypen. Auch
beim Anlauf des Produkts gibt es noch
kurzfristige Anderungen, etwa beim De-
sign oder der Bestiickungsliste. Die feh-
lerfreie Fertigung erfordert deshalb eine
gute Abstimmung zwischen den Ent-
wicklern und der Fertigung, da Quali-
tatsméngel zu hohen Kosten fithren und
ein K.-o.-Kriterium sind. Sieben wichti-
ge Grinde, warum sich Unternehmen
auf ihre eigenen Kernkompetenzen kon-
zentrieren sollten:

1. Die Zeit von der Idee bis zur fertigen
Elektronikkomponente verkiirzt sich
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High-End-SMD-Automaten setzen hocheffizient,

extrem schnell und damit kostengiinstig die SMD-

Bestlickung groBer Serien um

durch einen erfahrenen Dienstleister
deutlich, weil Spezialisten, eine mo-
derne technische Ausstattung und
effiziente Arbeitsabldufe bereits ver-
fiigbar sind.

2. Die Kosten fiir Entwicklung und Fer-
tigung sind durch die tiber Jahre ver-
besserten Verfahren und laufenden
Investitionen deutlich niedriger.

3. Spezialisierte grofiere Dienstleister er-
zielen bessere Einkaufsbedingungen.

4. Damit zusammen hingt auch die
frithzeitige Beratung iiber Trends
und Verdnderungen auf dem Bauele-
mentemarkt und die frithzeitige Ein-
leitung notwendiger Korrekturmaf3-
nahmen.

5. Ein Fertigungsdienstleister achtet be-
reits in der Layoutphase einer elektro-
nischen Komponente auf die ferti-
gungsgerechte Entwicklung (Design
for Manufacturing). So werden frith-
zeitig zeit- und kostenaufwindige
Korrekturen vermieden.

6. Ein Dienstleister mit vielen Kunden
kann eine moderne und aufwindige
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Ausstattung auch fiir kleine Stiick-
zahlen nutzen. Damit verbunden
sind Testverfahren mit modernen
AOI- und Rontgenanlagen, die sich
erst bei einem grofleren Fertigungs-
volumen rechnen.

7. Die Amortisation einer eigenen
Elektronikfertigung oder -entwick-
lung dauert meistens viel zu lange.
Zusitzlich ist die Finanzierung sol-
cher (und nicht fest planbarer) In-
vestitionen gegenwirtig besonders

schwierig.

Die Praxis zeigt, dass es bei Produk-
ten mit innovativen Elektronik- und
Software-Komponenten hiufig Ande-
rungen, Mengenentwicklungen
technischen Fortschritt gibt, die mit ei-
nem externen Partner schneller und fle-
xibler gelst werden kénnen. O
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Bernd Richter ist \Vorstand von Ihlemann,
einem Dienstleister ftir Electronic Manufac-
turing Services (EMS).
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